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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refiéte
bien I'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’éta-
blissesment des éditions révisées et aux mises a4 jour peuvent
é&tre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

© Bulletin de Ia CEIX

@ Rapport d’activité de la CEIL

Publié annuellement

@®  Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L.), qui est établie sous forme de

peuvent étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéra

Le recueil complet
la CEI fait I'objet de la i

Les symboles littéraux e
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Revision of this publication

The technical content of TEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® IEC Bulletin

@® Report on TEC Activities
Published yearly

@®  Catalogue of IEC Publidations
Published yearly

Plectrotechnical Vocabulary (I.LE.V.),
he form of separate chapters each dealing

phical and letter symbols
Only special graphical and letter symbols are included in
this publication.

The complete series of graphical symbols approved by the
1EC is given in 1EC Publication 117,

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in IEC Publication 27.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TERMES ET DEFINITIONS CONCERNANT LES CIRCUITS IMPRIMES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ol sont
représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord
international sur les sujets examinés. :

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme gl es_Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEI exprime le veeu que toys\ls \tés\qationaux adoptent dans leurs
régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ot K snchiti ales\le permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante e
en termes clairs dans cette dernicre.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TERMS AND DEFINITIONS FOR PRINTED CIRCUITS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National

Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion
on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the Nafional Commitiges in that sense.

Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Spain
Sweden
Switzerland
Union of Soviet
Socialist Republics
United States of America

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60194 1975


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60194-1975
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60194-1975

MERIYHAPOIHAA 9JIEKTPOTEXHUYECKAA HOMUCCUA

TEPMUHBI W ONMPEAEJEHMA I MEYATHBIX CXEM

NPEOUCIOBUE

1. Ofunuansusie pelrenns win cordauennsa MOK 1m0 TeXHUYeCKUM BOIPOCAM, HOJATOTOBIGHHBIE TEXHUIECKUMI KOMUTETAMI,
B KOTOPHIX INPECTABIEGHB BCEe BAMHTEPECOBAHHLIC NAIHOHANLHBIE KOMHUTETH, BHPAKAIOT, YO BO3MOMKHOCTH TOYHO,
MEHUIYHAPONHYIO TOYKY BPeHHs B NAHHOK ofmacru.

2. I[aHHI)Ie pelmeHus npeacTaBIaIoT cobol PEeKOMEHFAUM I MEHIYHAPOAHOr0 NOJAb3QRAHNA M B\9TOM BUAC HPUHUMAIOTCA
HATNOHAJIBHEIMI KOMUTETAMU.

HANNOHAJBHLIX CTAaHIAPTAX.

(moryment H2(ITemrpanbioe 610po)i04
ITpaBuny 1wecTn MecsAIes.

Caenyrolue cTpaHbl I

Hupepnanms

Mompma

Iopryrammna

Pympansa

Coennuennsie Hlrarer Amepunu
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TERMES ET DEFINITIONS CONCERNANT LES CIRCUITS IMPRIMES

INTRODUCTION

La liste des termes et des définitions ne se rapporte pas uniquement aux publications de la CEI, mais rassemble
les termes les plus couramment utilisés dans le domaine des circuits imprimés.

INTRODUCTION

The listed terms and definitions dxe publications, but are intended to cover the

most widely used terms in the field

9,

TEPMUHBI N ONIPEAEJEHUS NJId NNEYATHBIX CXEM

Borynienue

Brniouennse B HACTOAMYO TyOJMKAINIO TEPMUHH W OIpefieliellna He o00ABaTeNBHO OTHOCATCA H
nyGnuramuam MO, opmamxo o0BeUHEAIT Hawmbojee IIUPOKO MCIONB3YeMEle TepMUHE B 00JacTH
TIEYATHHIX CXEM.
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o1 Généralités

01-01 Circuit imprimé

Terme généralement utilisé avec
trois significations possibles au
moins:

a) Terme générique pour décrire
une certaine technique.

b) Circuit réalisé par impression,
comprenant des composants im-
primés, un ciblage imprimé, ou
une combinaison des deux, le
tout formé selon un dessin pré-
établi ou rapporté sur la ou les
surface(s) d’un support com-
mun.

¢) Circuit réalisé par impression,
comprenant un ciblage imprimé
et des composants convention-
nels, le tout disposé selon un
dessin préétabli ou rapporté sur
1a ou les surface(s) d’un support
commun,

01-02 Cablage imprimé

Technique de ciblage par impre:
sion dans laquelle les connexions
entre les composants d’un dispositif
électrique ou électronique ou d’'une
partie de celui-ci, y compris les

tionn
isolan

01-03
une impression conductrice.
1I comprend les cartes & simple et a
double face, les cartes multi-
couches, les cartes souples et les
cartes a4 la fois multicouches et
souples.

01-04 Carte imprimée multicouche

Carte imprimée composée de cou-
ches alternées d’impressions con-
ductrices et de matériaux isolants
avec des impressions conductrices
dans plus de deux couches, les
impressions étant éventuellement
interconnectées.

Full document details: IEC 60194 1975

—8
General

Printed circuit

This term is in common use with at
least three meanings:

a) A generic term to describe a
certain technique.

b) Circuit obtained by printing and
comprising printed compo-
nents, printed wiring, or a
combination thereof, all formed
in a predetermined design in,
or attached to, a surface or
surfaces of a common base.

¢) Circuit obtained by printing and
comprising printed wiring and
conventional components, /alt
arranged in a predetermi
design in, or attach
surface or surfaces of a\common
base.

Printed board

Base material cut to size containing
all holes and bearing at least one
conductive pattern.

It includes single and double-sided,
multilayer, flexible and flexible
multilayer boards.

Multilayer printed board

A printed board consisting of
alternate layers of conductive pat-
terns and insulating materials with
conductive patterns in more than
two layers and with the conductive
patterns interconnected as required.

00mue MOMATHA

IleuaTHad cxema

Manuuii TepMUH IPUHAT IOBCE-
MecTHO, IO KpaiiHedt Mepe, ¢
TPEMA BHAUCHUSIMH :

a) 9ro ofuwit TepMun NS ONU-
CaHufl OMpPENEJICHHOTO Me-
TOHA.

b) Cxema, mnoXyueHHAs TNyTeM
NeYaTH W BHRIIOUAIOHIAS ITe-
YATHHIE BIEMEHTH, MeYATHHIH
MOHTA}K WINM UX KomOuHAa-
nuie, 06pa3s0BAHHEIE B NpEH-
BapUTENbHO!  KOHCTPYRIUN

WM TTOMCOeTUIIEHHEIe K II0-

BepXioCTH (WM WOBEPXHO-

1aAM) oflLIero OCHOBAHUA.

, II0JIYyYeHHAsdA IIyTeM
1 BHIWOYAIOLIAA IIe-

TIOBEpXHOCT (MK IOBEPX-
HOCTAM) 00ILer0 OCHOBAHUA.

IMegaTHLI MOHTAM

Croco0 MOHTAQKA, IIPH KOTOPOM
COGIUHEHNE DIIEMEHTOB DIIEKTPHU-
YECHOTO UM DIIEKTPOHHOTO yC-
TPOMCTBA WM YACTH €ro, BRIIO-
yasg SHPAHUPYIOUUE DICMEHTEHI,
BBHIIOJHEHEL ¢ IMOMOIIBI0O TOHKUX
TMEUATHLIX TPOBOTHUKOB, HAXO-
NAMAXCA BHYTPU WIIN IIPUKIICCH-
HBEX K HOBEPXHOCTH MaTepuasia
OCHOBAHWA, M B KOTOPOM BCE
(QYHKIMOHANLHEIC DIIEMENTH OT-
JIGJIEHEl OT MaTepuanza OCHOBA-
HuA,

HeuaTnas miara

Matepuall OCHOBAHHMA, BEIPe3all-
Bl 0 pasMepy, coepataruit
HeoOXO#WMEIe OTBEPCTAA M, II0
MEHBINEH Mepe, ONUH IIPOBOJA-
LU PUCYHOK.
IToppasymeBalorca OFHOCTOPOH-
HUe, ABYCTOPOHHUE, MHOTOCIIOI-
Hple, THOKNe MeYaTHEIE IIIATHL I
ru6Kme MHOTOCHONHEIC Iedar-
HbIe TIIATH.

Miuoroenoifinan meyaTHasm IIATA

IMevaTHas miara, COCTOALTAST U3
YepeyIOMUXCS CII0eB H30IUPY-
101[er0  Marepualia ¢ HpPOBOJIS-
UMY PUCYNRaMM Ha JABYX K
foilee CIOAX, MEMAY HOTOPHIMU
BHIIONHEHBl TpeGyeMble COeH-
HEHUS.
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01-05 Carte imprimée souple

Carte imprimée utilisant un support
isolant souple.

01-06 Carte mére

Carte imprimée sur laquelle une ou
plusieurs cartes imprimées sont
montées et connectées.

01-07 Coté composant

Face de la carte imprimée sur la-
quelle la plupart des composants
sont montés.

01-08 Co6té soudure

Face d’une carte imprimée opposée
au coté composant.

01-09 Grille

Réseau orthogonal de dex en-

ment des connexions
imprimée.

01-10 Impression

Reproduction d’un tracé sur une
surface par un moyen quelconque.

01-11 Impression

Configurations conductrices et/ou
non conductrices sur un flan ou sur
une carte imprimée.

Terme utilisé également pour dé-
signer la ou les configurations sur
les outils, dessins et clichés corres-
pondants.

—9

Flexible printed board

A printed board using a flexible
base material.

Mother board

A printed board on which one or
more printed board assemblies
may be assembled and connected.

Component side

That side of the printed board on
which most of the components will
be mounted.

Solder side

located on the crosspoints
of the gridlines. The posi-
tion of the conductors,
however, is independent
of the grid; the conductor
may not necessarily follow
the gridlines.

Printing

Act of reproducing a pattern on a
surface by any process.

Pattern

Configuration of conductive and/
or non-conductive patterns on a
panel or printed board.
Pattern denotes also the circuit
configuration on related tools,
drawings and masters.

Tudxaa meuaTHAA MIATA

Ieuvarnast naara, umeiomas ru6-
KOe OCHOBAaIue.

OO Bbe mHITeNbHAS AT

Ilewarnas naara, HA KOTOPOI
MOMKHO co6parb U COefUHHUTH
OFTMH miin GoJiee MeYaTHHIX Y3I0B.

Cropona MonTaxa METATHOIE
T4

QPOHAa IIGUATHOI IIATHI, IIPO-
BOIIOJIOHHAA CTOPOHE MOUTaKa
@9aTHOMN IIIIaTLI,

ROOanHWI‘HﬂH CeTRA

OproronamnbHad Cerka, COCTOs-
madg M3 JBYX [apajllelbHBIX
PaBHOYAAIEHHLIX JMINMA, Tpen-
HAaBHAYEHHLIX JAJA  PACHOIO0IKe-
HUA COEAMHEeHUt Ha IIeuaTHOR
mwIare.

Hpumewanue. — CoenuieHud
CIefyer pacHomararh B TOUKAX
epeceueHns JHHORE CETKU.
OnHaKo pacIooMenne = Tpo-
BOAHUKOB HE BaBUCUT OT CeT-
KI; HeT Heo0XOMUMOCTH pac-
OJararh IPOBOJHUK II0 JH-
HHUH CETRU.

ITeuaTh

Bocupounssenenne pucynka Ha
OBepXHOCTH JIO0LIM cHOCOBOM,

PUCYHOE TIeYATHON IIATLI

Houdurypammsa  mpoBopsimero
W/ HempOBORAIIEr0 PUCYHKA
Ha 2aroToske IEYATHON ILIATH.
Pucyrnor osmagaer TamiRe KOH-
QUryparuo CXeMBl HA HHCTPY-
MeHTaX, uepTemxax u (oromas-
JIOHAX.
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